
・回路・モデル・デバイスの3領域を融合した新学問領域の形成

・三次元集積技術と学習・認識システムの基盤技術の構築

・広い視野と実行力を備えた

次世代のリーダの

資質を持った博士研究者の育成

研究

教育

ＣＯＥの概要・目標



ポスドク研究員：10名、ドクター学生：16名

ドリフト・拡散物理に
基づくデバイスモデル

ＨｉＳＩＭ
電子光融合デバイス
三次元ＭＯＳ
（三浦、江崎、
マタウシュ）

デバイス
モデリング

ナノデバイス・
プロセス

1．微細化基盤技術

（芝原，中島，宮崎）

２．微細SOIデバイス

（角南，三浦）

３．ナノ機能メモリ

（宮崎，東，村上）

４．無線インタコネクト

（吉川, 佐々木）

５．光インタコネクト

（横山，三浦）

回路･システム
アーキテクチャ

１．ＲＦ・アナログ回路

（岩田，佐々木、吉田）

２．連想メモリベース、

画像処理システム

（マタウシュ、小出）

３．三次元集積画像

認識システム

（岩田，佐々木）

三研究領域と主要研究メンバー



拠点形成計画（３本柱の研究領域と融合）

三次元電子・光融合
システム

高速SOI・立体MOS

アナデジ融合，連想メモリ
画像認識チップ

異種チップ三次元集積

極微細MOSMOSﾃﾞﾊﾞｲｽﾓﾃﾞﾙ

HiSIM-SOI高周波ＳＯＩ回路
メモリベース学習

超高周波
設計

高度認識・学習機能
集積技術の体系化

ビジョン，動画像認識

無線インタコネクト
光インタコネクト

ＨiSIM

HiSIM-MW

(Microwave)

シリコンナノデバイス・回路・アーキテクチャの融合による

高度認識・学習機能集積化システムの基盤構築

無線・光
統合集積

ナノデバイス・
プロセス

デバイス
モデリング

回路･システム

アーキテクチャ
2002

2003

2004

2005

2006

ナノ機能メモリ
・センサー

電子・光融合
モデル



1．テラビット情報処理三次元集積システム（3DCSS）の基盤技術
2種の無線方式によるテラビット・チップ間通信の実現

３D通信プロトタイプでTbit通信性能を実証

２．３DCSSを応用した高度な学習・認識システム基盤技術
人間より高速なマルチオブジェクト認識システムの基盤技術
試作チップを用いたプロトタイプでTbit情報処理の原理を実証

３．HiSIMモデル：国際貢献と回路・デバイス融合技術の進展
４．微細デバイス技術：Tbit情報処理実現の基盤技術

テラビット情報（処理）の定義
Tops情報処理能力／Tbps情報転送レートを実現し，

人間より高速な視認機能を実現する

2008年の研究到達点

情報処理能力 Tops= 1Gops x 1000 Proc.～10Gops x 100 Proc. 
情報転送能力 Tbps=1Gbps x 100CHx 10chip ～5Gbps x 20CH x 10chip 



三次元集積テラビット情報処理のターゲット

処理能力
(ops/sec)

情報転送
バンド幅
(bit/sec)

1012

Tera
109

Giga

1012

Tera

109

Giga

1チップ

マルチ
チップ

三次元
集積

ターゲット

処理をローカライズ
するアーキテクチャ

既存技術

ナノデバイス技術
大規模集積技術

処理能力向上

情報通信能力向上

ﾍﾟﾝﾁｱﾑ 専用
ﾌﾟﾛｾｯｻ
MEPG

他の目標値

消費電力 １~５W
体積 1cc

ｲﾝﾀｺﾈｸﾄ技術



ＣＯＥのゴールへの道筋

・無線インタコネクト
LWI,GWI原理実証
・三次元集積
概念提案

2006

3DCSSプロタイプ（2）
＝ｱﾝﾃﾅ結合＋L結合

３DCSSプロタイプ（1）
＝Ｌ結合,特性実証

デバイスモデル
HiSIM 開発

国際標準化貢献
RF，低雑音回路設計

-NQS-RFﾓﾃﾞﾙ
・光応答素子ﾓﾃﾞﾙ

・動画像探索・認識チップ
・学習・認識連想メモリ

アルゴリズム
学習，顔認識提案

基盤回路設計
・連想メモリ
・画像処理
．RFアナログ

設計・応用技術確立、

RF回路設計活用

200520042003

ナノデバイス技術
・微細化
・極薄化
・制御性向上

・ﾒﾀﾙｹﾞｰﾄ仕事関数制御
・高Ｋゲート信頼性

・立体ＣＭＯＳﾌﾟﾛｾｽ

・光入力MOS
・高感度光ｾﾝｻ実現性

・3次元量子ﾄﾞｯﾄ
ﾁｬｰｼﾞ状態，光応答

・光配線インタコネクト
プロトタイプ

・ﾏｯﾊﾂｪﾝﾀﾞ型
光変調器の集積化

・ＥＯ材料光導波路
リング共振器光SW

・ナノ構造配列制御光電子融合技術
・量子ドット光応答
・光素子集積化

・立体CMOS構造
・メタルゲート技術
・ＡＬＤ高K膜技術

RF回路設計高度化

LWI低電力設計
ＧＷＩ広帯域設計

3Dビジョン試作

実装技術実用化

Tbit処理原理実証

通信方式，
ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ設計

・マルチチップビジョン
・低電圧・低雑音
・ＲＦ回路

・光，電磁波応答
統合ﾓﾃﾞﾙ

・デバイス試作
と回路応用
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